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(57) Abstract: The invention relates to a migrocomponent (1) 
for carrying out chemical reactions. Said microcomponent has 
an electric heating element, which is located directly on the 
surface of the microcomponent (1). The electric heating cle- 
ment can have, for example, a printed conductor (3) that is ap- 
plied to the surface of the microcomponent (1). A temperature 
sensor, which essentially consists of a resistance thermome- 
ter (4), is used to continuously measure the temperature rise 
of the microcomponent (1). The microcomponeni (1) and the 
electric heating element can be produced by means of semi- 
conductor production methods. Several microcomponents (1) 
can be arranged next to one another in order to carry out a com- 
plex reaction process. 



(57) Zusammenfassung: Eine Mikrokomponente (1) fiir die 
Durchfuhrung chemischer Reaktionen weist ein elektrisches 
Heizelementauf, das direkt auf der OberflSche der Mikrokom- 
ponente (l)angeordnet isL Das elektrische Heizelement kann 
bcispielswcise cine auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) angebrachtc gcdrucktc Leitcrbahn (3) aufweisen. Mil cinem im 
wesentlichen aus einem Widerstands thermometer (4) bestehenden Temperatursensor ist die ErwaYmung der Mikrokomponente (1) 
kontinuierlich messbar. Die Mikrokomponente (1) und das elektrische Heizelement kOnnen mittels Halbleiterfertigungsmethoden 
hergestellt werden. Meniere Mikrokomponenten (1) konen nebeneinander angeordnet zur Durchfuhrung eines komplexen Reakti- 
onsprozesses verwendet werden. 
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Mikrokomponente 

5 

Die Erfindung betrifft eine Mikrokomponente far die 
Durchftthrung chemischer Reaktionen. 

10 In vielen Bereichen der chemischen, pharmazeutischen und 
biologischen Industrie werden zu Forschungs- oder 
Produktionszwecken durchgef tihrte Reaktionsprozesse st&ndig 
und zunehmend miniaturisiert . Dadurch ktfnnen beispielsweise 
die benotigten Mengen an Reagenzien und Substanzen sowie 

15 die zur Prozessfiihrung bentftigte Reaktionszeit reduziert 
werden. Verstarkt werden dabei einzelne Mikrokomponenten 
eingesetzt, die eine Prozessfiihrung mit Dimensionen im 
Mikrobereich ermtfglichen. 

20 Reaktionskomponenten mit derart geringen Abmessungen ktfnnen 
nicht einfach durch Verkleinerung bekannter und erprobter 
Konstruktionen hergestellt werden. Auf Grund der extrem 
geringen Mengen an beteiligter Substanzen ergeben sich 
unter anderem oft vollig andere StrSmungs- und 

25 Reaktionseigenschaften. Neben neuartigen 

Herstellungsprozessen der einzelnen Mikrokomponenten muss 
deshalb auch deren konstruktive Gestaltung an die im 
Mikrobereich vorherrschenden Eigenschaften angepasst 
werden. 

30 

Vor allem bei Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten sind 
Mikrokomponenten vorteilhaft einsetzbar, die einen 
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moglichst schnell ablaufenden Reaktionsprozess ermoglichen, 
fur den nur geringe Substanzmengen benetigt werden. Dies 
ist insbesondere bei der Verwendung gef ahrlicher oder 
gesundheitsgefahrdender Substanzen giinstig und vereinfacht 
5 die Prozessftthrung bei stark endo- oder exothermen 

Reaktionen. In Verbindung mit einem deutlich reduzierten 
Platzbedarf k6nnen Testreaktionen zu Forschungszwecken in 
groAer Anzahl gleichzeitig durchgeftihrt werden. Auf diese 
Weise ist es m6glich, mit verhaltnismaMg geringem 
10 finanziellen Aufwand die Entwicklungszeiten far neue 
Produkte oder chemische Verfahren deutlich zu senken. 

Es sind bereits einzelne Mikrokomponenten bekannt, die zur 
Durchfuhrung miniaturisierter Reaktionsverf ahren verwendet 

15 werden. Aus separaten Mikrokomponenten wie Pumpen, Mischer, 
Verweileleraenten, Reaktoren und Warmeiibertragern konnen 
durch Hintereinanderschaltung vollstandige 
Reaktionsprozesse miniaturisiert durchgeftihrt werden. 
Wahrend fiir einzelne Reaktionsschritte wie beispielsweise 

20 das Mischen mehrerer Substanzen mit groflem Aufwand hoch 
effiziente Mikromischer entwickelt wurden, erfolgt die 
Kontrolle der einen Reaktionsprozess bestimmenden 
Temperatur auf konventionelle Weise durch W&rmebSder oder 
WSrmetauscher . Soli far einige oder mehrere Prozessschritte 

25 eine vorgegebene Temperatur moglichst konstant gehalten 
werden, so werden die zugehtfrigen Mikrokomponenten in ein 
Warmebad gebracht. Die ablicherweise verwendeten WSrmebader 
oder Kryostaten weisen dabei fttr Mikrokomponenten ein 
unnotig groftes Nutzvolumen auf. TemperaturSnderungen des 

30 WSrmebads, wie sie beispielsweise far eine Versuchsreihe 
identischer Reaktionen bei unterschiedlich vorgegebener 
Reaktionstemperatur Voraussetzung sind, ben5tigen einen 
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entsprechenden Zeitaufwand und konnen zum bestimmenden 
Zeitfaktor einer derartigen Versuchsreihe werden. 

Viele Reaktionsprozesse laufen bei erhShter Temperatur 
5 schneller und/oder effektiver ab. Oblicherwei.se verwendete 
W&rmeb&der lassen sich nur bis etwa 80°C Warmebadtemperatur 
mit einfachen Mitteln betreiben. Bei der Verwendung von 
Wasser als warmemedium lassen sich Temperaturen oberhalb 
100 °C kaum erreichen. Der maximal mSgliche 
10 Temperaturbereich kann durch die Verwendung spezieller 

ZusStze Oder eines 01s nicht wesentlich erweitert werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, mit mSglichst einfachen 
Mitteln eine effektive Heizung einzelner Mikrokomponenten 
15 zu gewahrleisten. Die fur einen Reaktionsschritt 

vorgegebene Temperatur sollte einfach und schnell zu andern 
sein, urn eine schnelle Durchfiihrung umf angreicher 
Versuchsreihen zu ermtfglichen. 

20 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaft dadurch geldst, dass ein 
elektrisches Heizelement auf der OberflSche der 
Mikrokomponente angeordnet ist. Die Abmessungen der 
einzelnen Mikrokomponenten sind ausreichend klein, so dass 
ein an die Mikrokomponente angepasstes elektrisches 

25 Heizelement eine schnelle und ausreichend gleichformige 
Beheizung der Mikrokomponente gewahrleistet . Das 
elektrische Heizelement lSsst sich mit einfachsten Mitteln 
an der Oberfl&che der Mikrokomponente befestigen. Auf diese 
Weise sind keine konstruktiven Anderungen im Inneren der 

30 Mikrokomponente erforderlich. 



WO 03/026788 



PC17EP02/09718 



Da die Mikrokomponente durch das elektrische Heizelement 
beheizbar ist, wird die Verwendung eines WSrmebads zura 
Beheizen uberf lilssig. Der Aufbau und Ablauf eines aus 
derartigen Mikrokomponenten zusammengesetzten 
5 Reaktionsprozesses ist nicht mehr an die raumlichen 

Vorgaben des warmebads gebunden. Die Mikrokomponente kann 
mittels des elektrischen Heizelementes in kOrzester Zeit 
erwarmt werden, so dass die far eine kontrollierte 
Aufheizung des W&rmebads notwendigen Wartezeiten entf alien. 

10 

HSufig werden Reaktionen mit flussigen Substanzen 
ausgeftihrt, die im Verlauf der Reaktion durch einen oder 
raehrere Mikrokomponenten flieflen. Dabei mussen sowohl die 
Mikrokomponenten als auch die notwendigen Zu- und 

15 Ableitungen sowie insbesondere die Verbindungselemente 
vCllig dicht sein, um einen ungestorten Prozessablauf zu 
gewahrleisten. Wahrend an einer undichten Stelle 
austretende Flttssigkeiten in einem warmebad kaum 
wahrgenommen werden kdnnen, ermdglicht eine im Trockenen . 

20 verwendete Mikrokomponente mit elektrischer Heizung ein 
schnelles Wahrnehmen und Lokalisieren von undichten 
Stellen. Dadurch werden die Risiken bei der Verwendung von 
gefahrlichen oder gesundheitsgef Mhrdenden Substanzen 
erheblich verringert und gleichzeitig die Zuveriassigkeit 

25 der durchgef tthrten Reaktionen erhttht. 

Die maximal mbgliche Heiztemperatur eines elektrischen 
Heizelements ist nicht auf einen Bereich bis etwa 100 °C 
beschrankt, so dass auch Reaktionen bei wesentlich hoheren 
30 Temperaturen durchgef tthrt werden ktfnnen. Auf diese Weise 

wird der f Or Experimente zug&ngliche Temperaturbereich fur . 
verschiedene Reaktionsschritte deutlich erweitert, wodurch 
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sich verbesserte Forschungsbedingungen und vollig neuartige 
Anwendungen ergeben. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das elektrische 
5 Heizelement eine auf der Oberflache der Mikrokomponente 
. angebrachte gedruckte Leiterbahn aufweist. Die zu 
beheizende Oberflache einer Mikrokomponente kann ohne 
Schwierigkeiten als ebene Fiache gestaltet werden. Es sind 
einfach durchftthrbare und kostengdnstige Verfahren zum 
10 Herstellen gedruckter Schaltungen von nahezu beliebiger 
Formgebung bekannt. Auf der ebenen Oberfl&che der 
Mikrokomponente konnen aufgedruckte Leiterbahnen 
beispielsweise in Form einer Heizschlange fest angebracht 
werden. Durch den direkten Kontakt der elektrischen 
15 Leiterbahn mit der Oberflache der Mikrokomponente ist ein 
bestmdglicher Warmetransport in die Mikrokomponente 
gewahrleistet, Durch den Verlauf und die beispielsweise 
abschnittsweise verfinderbare Abmessung der aufgedruckten 
Leiterbahn kann eine m6glichst gleichmSfiige Oder 
20 bereichsweise unterschiedliche Beheizung der 
Mikrokomponente erreicht werden. 

Die aufgedruckte' Leiterbahn beansprucht kaum zusStzlichen 
Platz, auch kdnnen die erforderlichen elektrischen 

25 Anschliisse nahezu beliebig klein dimensioniert werden. Mit 
bereits bekannten Fertigungstechniken lassen sich 
Leiterbahnen mit charakteristischen Abmessungen im 
Mikrometerbereich herstellen, so dass ein derartiges 
elektrisches Heizelement keine EinschrSnkung einer weiteren 

30 Miniaturisierung der Mikrokomponenten darstellt. 
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Einer Ausgestaltung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
vorgesehen, dass das elektrische Heizeleraent eine Heizfolie 
ist. Bereits verwendete Mikrokomponenten kdnnen mittels 
einer auf die Mikrokomponente geklebten Heizfolie 
5 elektrisch beheizbar gemacht werden. Auf diese Weise konnen 
nahezu beliebige Mikrokomponenten mit einem elektrischen 
Heizelement versehen werden. Eine elektrische Heizfolie ist 
kostengunstig und kann auch auf unebenen OberflMchen einer 
Mikrokomponente befestigt werden. Es existieren bereits 
10 fertige Komponenten zur Temperatursteuerung einer 

Heizfolie, die mit einfachen Mitteln an die jeweiligen 
Anforderungen eines Labor- oder Produktionsbetriebs 
angepasst werden kannen; 

15 Vorzugsweise ist vorgesehen, dass auf der Oberflache der 
Mikrokomponente ein Temperatursensor angeordnet ist. Mit 
einem Temperatursensor kann kontinuierlich die 
Oberf lSchentemperatur der Mikrokomponente gemessen werden. 
Auf diese Weise ist eine geregelte Heizung realisierbar . 

20 Insbesondere ktinnen durch stark endo- oder exotherme 
Reaktionen hervorgeruf ene Temper a turtoderungen bereits 
wahrend des Reaktionsprozesses berticksichtigt und die 
Steuerung des elektrischen Heizelements daran angepasst 
werden. 

25 

Besonders vorteilhaft ist dabei vorgesehen, dass der 
Temperatursensor im wesentlichen aus einem 
Widerstandsthermometer besteht. Widerstandsthermometer 
weisen uber einen grofien Temperaturbereich eine relativ 
30 hohe Genauigkeit der Temperaturmessung auf. Auf Grund ihrer 
geringen W&rmekapazitat beeinflussen sie die Beheizung 
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einer Mikrokomponente kaum merklich, reagieren aber schnell 
und prSzise auf Temperaturanderungen. 

Einer Ausfiihrung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
5 vorgesehen, dass die Anschlttsse des elektrischen 
Heizelements im Bereich einer Seitenkante der 
Mikrokomponente angeordnet sind. Die Mikrokomponente kann 
beispielsweise in einem bekannten Anschlusstrager far 
plattenfGrmige Mikrokomponenten (DE 198 54 096 Al) 
10 eingesteckt werden. Wegen der im Bereich einer Seitenkante 
angeordneten Anschltisse kann eine far den Betrieb 
notwendige Kontaktierung des elektrischen Heizelements an 
der in den AnschlusstrSger eingesteckten Seitenkante aber 
Kontaktf lichen erfolgen. 

15 

Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die Anschlasse 
des Heizelements an einer SeitenflSche angeordnete 
elektrische Kontaktf lachen aufweisen. Die Kontaktierung des 
Heizelements erfolgt dann platzsparend Ober die 
20 Kontaktf lachen an einer StirnflSche der Mikrokomponente. 
Dadurch vereinfacht sich der Konstruktionsaufwand far 
AnschlusstrMger, da mehrere Mikrokomponenten direkt 
nebeneinander angeordnet werden k6nnen und die 
Kontaktierung der jeweiligen Heizelemente auf der den 
25 Mikrokomponenten zugewandten Oberseite des AnschlusstrSgers 
aber daran angepasst nebeneinander angeordnete 
Kontaktf lcichen erfolgt. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung 
30 einer Mikrokomponente far die Durchfahrung chemischer 

Reaktionen, wobei die Mikrokomponente und das elektrische 
Heizelement mittels Halbleiterfertigungsmethoden 
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hergestellt werden. Die Mikrokomponente wird dabei aus 
mikrbstrukturierbarem Material, beispielsweise Silizium 
oder Glas, gefertigt. Eine aus Silizium gefertigte 
Mikrokomponente weist sehr gtinstige 
5 W&rmeleitungseigenschaften auf. 

Fur die Herstellung und Bearbeitung der Mikrokomponente 
kann auf die Verfahren und Erfahrungen aus der 
Halbleiterf ertigung, beispielsweise der Chipherstellung, 

10 zuriickgegrif f en werden. Mit den gleichen Methoden kann das 
elektrische Heizelement, beispielsweise in Form einer 
gedruckten Leiterbahn, auf der Oberflache der 
Mikrokomponente angeordnet werden, Der ftir das elektrische 
Heizelement zusatzlich erf orderliche Arbeits- und 

15 Materialaufwand ist Sufierst gering, so dass das elektrische 
Heizelement die Herstellkosten der Mikrokomponente kaum 
erhoht. 

Die Erfindung betrifft ebenfalls eine Anordnung mehrerer 
20 Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte. Auf 

diese Weise kann sehr einfach ein komplexer Reaktionsablauf 
mit beispielsweise mehreren Mischern und unterschiedlichen 
Verweilkomponenten realisiert werden. 

25 Vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass jeder 

Mikrokomponente eine separate, auf der gemeinsamen 
Grundplatte angeordnete Haltevorrichtung zugeordnet ist. 
Jede Haltevorrichtung weist separate Anschliisse fur die 
Zuleitung und Ableitung der beteiligten chemischen 

30 Substanzen sowie elektrische AnschlUsse fiir das Heizelement ■ 
der Mikrokomponente auf. Dadurch ist eine sehr flexible und 
auch uber den gesamten Prozessverlauf , der auf der 
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gemeinsamen Grundplatte realisiert ist, variable und ftir 
einzelne Reaktionsschritte unterschiedliche Vorgabe der 
Reaktionsbedingungen mbglich. 

5 Einer Ausgestaltung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
vorgesehen, dass die zugeordneten Anschliisse der 
benachbarten Haltevorrichtungen dauerhaft befestigte 
Verbindungsleitungen aufweisen. Werden einzelne 
Mikrokomponenten ausgetauscht, so miissen nicht die 

10 zugeordneten Verbindungsleitungen abgetrennt und erneut 
verbunden werden. Deshalb konnen Anderungen im 
Reaktionsverlauf schnell und sicher vorgenommen werden und 
so mit den einzelnen Komponenten standig unterschiedliche 
Reaktionen in kurzer Zeit realisiert und durchgefiihrt 

15 werden. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Grundplatte eine 
gemeinsame Haltevorrichtung fur mehrere Mikrokomponenten 
aufweist. Durch die sehr kompakte Anordnung kann schnell 
20 eine gemeinsame Reaktionstemperatur fttr alle 
Mikrokomponenten vorgegeben werden, 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des 
Erf indungsgedankens sind Gegenstand weiterer 
25 Unteransprtiche . 

Nachfolgend wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung 
naher erlautert, das in der Zeichnung dargestellt ist. 

30 Es zeigt: 
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Fig. 1 eine Ansicht einer Mikrokomponente mit einem 
elektrischen Heizelement und einem Temperatursensor, 

Fig. 2 eine weitere Ansicht der in Fig. 1 dargestellten 
5 Mikrokomponente, 

Fig. 3 die Ansicht der Rttckseite der in den Fig. 1 und 2 
dargestellten Mikrokomponente, 

10 Fig. 4 eine schematische Darstellung raehrerer in separates 
Haltevorrichtungen hintereinander angeordneter 
Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte, 

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Schnittlinie VI -VI der in 
15 Fig. 4 dargestellten Anordnung, 

Fig. 6 eine Ansicht mehrerer in einer gemeinsamen 
Haltevorrichtung auf genommenen Mikrokomponenten und 

20 Fig. 7 die in Fig. 6 gezeigte Anordnung- in 
auseinandergezogener Darstellung. 

In den Fig. 1-3 ist eine in Form einer dUnnen, 
rechteckigen £cheibe gestaltete MikroJcomponente 1 

25 dargestellt. Auf der Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1 
ist eine Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement 
angeordnet. Die Leiterbahn 3 weist einen im wesentlichen 
maanderfttrmigen Verlauf ttber einen groflen Bereich der 
Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1 auf. Auf diese Weise 

30 wird eine hohe f gleichmaMge Heizwirkung durch die 
Leiterbahn 3 erreicht. 
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Im Bereich des maanderf ormigen Verlaufs der Leiterbahn ist 
ein Widerstandsthermometer 4 angeordnet, das als 
Temperatursensor betrieben wird. Sowohl die Leiterbahn 3 
als auch das Widerstandsthermometer 4 weisen elektrische 
5 Anschlttsse 5 im Bereich der Unterseite 6 der 

Mikrokomponente 1 auf . Ober diese elektrischen Anschliisse 5 
kann die Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement 
gesteuert werden. In gleicher Weise kann mit geringem 
Aufwand das Widerstandsthermometer 4 als Temperatursensor 
10 betrieben werden, wobei die gemessenen Signale des 

Widerstandsthermometers 4 zur Regelung der Heizwirkung der 
Leiterbahn 3 verwendet werden. 

Sowohl die Leiterbahn 3 als auch das Widerstandsthermometer 
15 4 kdnnen im wesentlichen als gedruckte Leiterbahnen mittels 
bekannter Halbleiterf ertigungsmethoden hergestellt werden. 
Dazu wird beispielsweise auf der Oberfiache der 
Mikrokomponente 1 eine Metallschicht aufgebracht, die 
Metallschicht mit einem Fotoresist-Lack beschicht, der 
20 Fotoresist-Lack wird dann im Bereich des Leiterbahnverlauf s 
entsprechend des gewUnschten Designs belichtet und durch 
anschliefcendes Atzen wird die Metallschicht in nicht 
belichteten Bereichen wieder abgetragen. 

25 In Fig. 3 ist die Rttckseite 7 der Mikrokomponente 1 

gezeigt, die in der NShe der Unterseite 6 drei Offnungen 8 
aufweist. Diese Offnungen 8 dienen zum Verbinden der 
Mikrokomponente 1 mit Zu- und Ableitungen, so dass die filr 
einen Reaktionsschritt benotigten Substanzen der 

30 Mikrokomponente 1 zugeftihrt und von dieser abgefiihrt werden 
konnen . 
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In den Fig. 4 und 5 sind mehrere separate 

Haltevorrichtungen 9 dargestellt, in denen jeweils eine der 
drei gezeigten Mikrokomponenten 1 auf einer gemeinsairten 
Grundplatte 10 nebeneinander angeordnet aufgenommen ist. 
5 Jeweils die aufcenliegenden Haltevorrichtungen 9 weisen 
AnschlUsse 11 far den Zufluss und Abfluss der beteiligten 
Substanzen auf. Diese LeitungsanschlUsse 11 konnen als 
genormte und ausreichend stabile Anschlussvorrichtungen 
ausgefiihrt sein, so dass eine einfache Handhabung sowie ein 
10 h&ufiges Wechseln der angeschlossenen Leitungen mbglich 
sind. Jede Haltevorrichtung 9 besitzt elektrische 
Anschltisse 12 fttr das Heizelement der darin auf genommenen 
Mikrokomponente 1. Diese sind als leicht federnd 
angebrachte Kontaktf lichen ausgefiihrt. 

15 

Die Verbindungsleitungen 13 sind fest zwischen den 
benachbarten Haltevorrichtungen montiert, so dass deren 
Dichtheit iiber eine lange Betriebsdauer gewahrleistet ist. 
Bei entsprechender Gestaltung der Verbindungsleitungen 13 

20 zwischen den einzelnen Mikrokomponenten 1 kann auf diese 
Weise ein aus mehreren Einzelschritten zusairanengesetzter f 
koraplexer Reaktionsprozess realisiert werden. Dies fuhrt zu 
einer weiteren Miniaturisierung, da die einzelnen 
Mikrokomponenten 1 platzsparend, kompakt angeordnet sind 

25 und aufwendige Verbindungselemente zwischen einzelnen 

Mikrokomponenten 1 nicht notwendig sind. Dennoch konnen die 
einzelnen Mikrokomponenten 1 mittels der jeweiligen . 
.Heizelemente separat auf eine bestimmte vorgegebene 
Temperatur gebracht werden. Die in jeder Mikrokomponente 1 

30 herrschende Temperatur kann iiber Temperaturf iihler gemessen 
werden und auf diese Weise eine geregelte 
Temperatursteuerung erm5glicht werden. 
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In den Fig. 6 und 7 ist eine auf einer Grundplatte 10 
angebrachte gemeinsame Haltevorrichtung 14 fttr mehrere 
Mikrokomponenten 1 gezeigt. Die Haltevorrichtung 14 besteht 
5 aus einer U-farmigen Aufnahmevorrichtung 15, in welcher 

mittels eines mit Schrauben 16 befestigbaren Seitenteils 17 
mehrere Mikrokomponenten 1 angeordnet sind. Die 
benachbarten Mikrokomponenten 1 sind dabei durch 
zwischenliegende diinne Schichten 18 aus chemisch 
10 bestandigem Kunststoff, beispielsweise einer PTFE-Folie, 
voneinander getrennt und abgedichtet. Die Haltevorrichtung 
weist mehrere Anschliisse 11 far die Zuleitung und Ableitung 
der verwendeten chemischen Substanzen auf. 

15 Bei einer gemeinsamen Haltevorrichtung ftlr mehrere 

Mikrokomponenten ist es moglich, dass die Haltevorrichtung 
separate elektrische Anschliisse zur Steuerung der einzelnen 
Heizelemente jeder Mikrokomponente auf weist. Auf der den 
Mikrokomponenten 1 zugewandten Seite der Grundplatte 10 

20 sind fur jede Mikrokomponente 1 als separate Kontaktf lachen 
ausgeftthrte elektrische Anschliisse 19 ftir eine Verbindung 
mit dem Heizelement der zugeordneten Mikrokomponente 1 
angeordnet. Wegen der sehr kompakten Anordnung kSnnen die 
Mikrokomponenten 1 kdnnen schnell und zuverlassig auf eine 

25 gewttnschte gemeinsame Reaktionstemperatur geheizt werden. 
Da nicht jeweils einzelne Mikrokomponenten 1 oder die 
gesamte, mit mehreren Mikrokomponenten 1 bestuckte 
Haltevorrichtung 14 in ein Warmebad gebracht werden muss, 
kSnnen auf diese Weise mit einfachsten Mitteln vollstandige 

30 Reaktionsprozesse auch mit jeweils wechselnd vorgegebener, 
far den gesamten Reaktionsprozess gleicher Temperatur 
schnell durchgefahrt werden. 
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Mi kr o komporten t e 

5 

Patentanspruche 

10 1. Mikrokomponente far die Durchftihrung chemischer 

Reaktionen, dadurch gekennzeichnet, dass ein elektrisches 
Heizelement auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) 
angeordnet ist. 

15 2. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das elektrische Heizelement im wesentlichen ein 
elektrischer Leiter ist. 

3. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
20 dass das elektrische Heizelement eine auf der Oberflache 

der Mikrokomponente (1) angebrachte gedruckte Leiterbahn 
(3) aufweist. 

4. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
25 dass das Heizelement eine Heizfolie ist. 

5. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) ein 
Temperatursensor angeordnet ist. 

30 
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6. Mikrokomponente nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Temperatursensor im Wesentlichen aus einem 
Widerstandsthermometer ( 4 ) besteht . 

5 7 Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anschlttsse des elektrischen Heizelements im 
Bereich einer Seitenkante der Mikrokomponente angeordnet 
sind. 

10 8. Mikrokomponente nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anschlttsse des Heizelements an einer Seitenflache 
angeordnete elektrische Kontaktf lachen aufweisen. 

9. Verfahren zur Herstellung einer Mikrokomponente nach 
15 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Mikrokomponente (1) und das elektrische Heizelement mittels 
Halbleiterfertigungsmethoden hergesteilt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
20 auf die Oberflache der Mikrokomponente (1) eine 

Metallschicht aufgebracht wird, -die Metallschicht mit einem 
Fotoresist-Lack beschichtet wird, der Fotoresist-Lack im 
Bereich des Leiterbahnverlauf s beiichtet wird und 
anschliefcend durch Atzen die Metallschicht in nicht 
25 belichteten Bereichen abgetragen wird. 

11. Anordnung mehrerer Mikrokomponenten nach Anspruch 1 auf 
einer gemeinsamen Grundplatte (10) . 

30 12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder Mikrokomponente (1) eine separate, auf der 
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geiae ins amen Grundplatte (10) angeordnete Haltevorrichtung 
(9) zugeordnet ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
5 dass die zugeordneten Anschliisse der benachbarten 

Haltevorrichtungen (9) dauerhaft befestigte 
Verbindungsleitungen (13) aufweisen. 

14. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 

10 dass die Grundplatte (10) eine gemeinsame Haltevorrichtung 
(14) fUr mehrere Mikrokomponenten (1) aufweist. 

15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Haltevorrichtung (14) separate elektrische 

15 Anschliisse (19) zur Steuerung der einzelnen Heizelemente 
jeder Mikrokomponente (1) aufweist. 
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